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低功耗非制冷红外图像处理专用SoC芯片
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摘要：非制冷红外成像技术具有非常广泛的应用前景。但是，目前非制冷红外成像芯片存在非均匀校正、图像细节

增强和条纹噪声等亟待解决的问题。论文提出并设计一种面向非制冷红外成像的图像处理专用 SoC芯片，芯片集

成了一个 CPU、两个 DSP处理器和一个红外图像处理专用加速器，单芯片可实现非制冷低功耗红外图像的非均匀

校正、图像滤波、直方图均衡、数字图像细节增强、条纹消除和目标检测跟踪等实时图像处理。同时，研究开发了面

向芯片应用的非制冷低功耗红外图像处理算法。采用 65-nm CMOS 工艺实现了非制冷红外图像专用处理 SoC 芯

片，实现了基于非制冷红外成像芯片和图像处理 SoC芯片的小型低功耗非制冷红外成像系统。测试结果表明成像

系统可以实现清晰的非制冷红外成像、目标检测及目标跟踪等功能，系统功耗小于 2 W，体积相比传统的系统减小

了50%，满足对体积、功耗、性能要求比较高的系统的应用需求，具有较高的工程应用价值和前景。
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Low power application specific SoC chip for uncooled infrared 
image processing
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Abstract： Uncooled infrared imaging technology has a very broad application prospect.  However， there are some ur‐

gent problems to be solved， such as non-uniformity correction， image detail enhancement and stripe noise.  This paper 

proposes and designs a special SoC chip for image processing for uncooled infrared imaging.  The chip integrates a 

CPU， two DSP processors and a special accelerator for infrared image processing.  A single chip can realize real-time im‐

age processing such as non-uniformity correction， image filtering， histogram equalization， digital image detail enhance‐

ment， stripe elimination and target detection and tracking.  At the same time， research and development of uncooled 

low-power infrared image processing algorithms for chip applications.  The 65-nm CMOS process is used to realize the 

special processing SoC chip for uncooled infrared images， and a small and low-power uncooled infrared imaging system 

based on the uncooled infrared imaging chip and the image processing SoC chip is realized.  The test results show that 

the imaging system can realize functions such as clear uncooled infrared imaging， target detection and target tracking.  

The power consumption of the system is less than 2 W， and the volume is reduced by 50% compared with the traditional 

system.  It meets the application requirements of systems with high requirements for volume， power consumption and 

performance， and has high engineering application value and prospect.
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引言

非制冷探测技术具有体积小、功耗和成本低等

特点，得到了极大的推广［1-4］，特别是车载、监控和个

人视觉系统（如狩猎、户外运动、电玩）等电子装备，

以及对于像手持设备，无人机等需要电池或燃料供

电的系统来说，小型化低功耗更是亟需解决的

问题。

非制冷红外成像器件的晶圆级封装及低成本

封装工程化应用［5-7］为红外探测系统向着小型化、低

功耗、低成本的发展提供了技术基础，但目前红外

图像处理大多是基于 FPGA 或 DSP 等通用处理器

件，限制了红外图像处理系统的小型化和低功耗。

例如中国科学院大学魏新宇等人［8］研制的一种基于

FPGA加上位计算机进行图像处理的非制冷型长波

红外成像系统；长春理工大学的田永等人［9］研制了

基于 FPGA 芯片图像处理的非制冷型红外成像系

统；光电系统信息控制技术国家级重点实验室的徐

世伟等人［10］实现了基于FPGA加双DSP的红外图像

处理系统；北京工业大学的胡国琦等人［11］研制了基

于 C6657-DSP 的非制冷型长波红外成像系统。以

上非制冷红外成像系统均面临红外图像处理系统

体积大、功耗高，开发难度大，周期长等缺点，且无

法实时处理大图幅、高帧率的红外图像数据。

科研人员已经关注到使用FPGA或DSP等通用

器件给系统所带来的问题，并开展了相关图像处理

芯片的研究，例如汪健等人［12］设计的红外探测器集

成图像信号处理ASIC芯片；陶俊伟等人［13］提出的红

外图像处理ASIC芯片RS001等，但缺乏灵活性和通

用性。另外，科研人员开展了红外图像处理 SoC 芯

片的相关研究，例如华中科技大学的梁巢兵等人［14］

研究的基于 32 位 RISC CPU 核和 Wishbone 片上总

线架构的红外图像处理 SoC 芯片，但该芯片主要面

向于中低层图像处理，且通用处理能力不强。

本文提出并设计一种面向非制冷红外成像的

图像处理专用 SoC 芯片，芯片包括一个 CPU、两个

DSP处理器和一个红外图像处理专用加速器，单芯

片可实现非制冷低功耗红外图像的非均匀校正、图

像滤波、直方图均衡、数字图像增强、条纹消除和目

标检测跟踪等实时图像处理功能；设计面向 SoC 芯

片应用的红外图像处理算法。采用 65-nm CMOS工

艺研制了非制冷红外图像专用处理 SoC 芯片，实现

了小型化和低功耗的非制冷红外成像系统，系统可

以实现清晰的非制冷红外成像、目标检测及目标跟

踪等功能。

1 非制冷红外图像处理SoC芯片设计 

1. 1　SoC芯片架构　

图 1是非制冷红外图像处理 SoC芯片的系统架

构，它包括一个 CPU、两个 DSP处理器、图像处理加

速器、片上 SRAM及各种通用接口，各个功能模块通

过总线结构相互连接。CPU作为主控设备，完成芯

片的工作控制，图像处理加速器完成图像校正和增

强处理，DSP0和DSP1进行高层级的图像处理，其它

处理模块作为辅助运算系统，完成运算处理。

图像加速器主要包括图像预处理和图像增强

两个模块。主要完成非均匀校正、条纹消除、图像

细节增强、图像滤波四大功能。芯片含PAL、Camer⁃
alink视频接口、32bit@1600M数据率DDR接口和各

种通用数据通信接口。

1. 2　图像处理加速器设计　

红外图像实时处理的数据量大，以 1 024×768
规模的红外焦平面阵列为例，如果每个像元信号精

度是 12 bit，图像 60 帧/秒，则传输的数据量高达

67. 5 MB/s，对图像处理 SoC 芯片的运算能力提出

了很高的要求。红外图像处理加速器通过硬件并

行处理的方式提高处理速度，主要包括如下图像预

处理和图像增强两个模块，辅助DSP实现各种不同

的图像处理算法，包括对图像进行预处理、图像增

强、温度探测、图像识别、目标跟踪测量等等。

1. 2. 1　图像预处理模块　

图 2 给出了图像预处理模块的内部结构，包括

两个图像校正模块、两个滤波模块、数据控制器和

存储器，图像预处理模块主要完成非均匀校正
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图1　图像处理SoC芯片系统架构

Fig. 1　 Architecture of infrared image processing SOC chip 

system
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（NUC）中的定标校正、基于场景的校正和图像滤波

等实时性较强且运算较简单的图像处理任务，支持

16bit像素数据精度，像素处理运算采用流水线方式

进行。运算过程中 DSP 和 CPU 配合图像预处理模

块进行处理，并进行流程控制和数据软处理。DDR
存储器为运算提供校正和滤波系数并存储图像

数据。

红外成像系统产生非均匀性噪声是其主要缺

陷，其性能受阵列中成像器件单元的空间非均匀性

的影响很大，这种非均匀性使获取的图像畸变，模

糊不清，无法成像。非均匀校正算法的任务就是补

偿空间非均匀性、更新补偿算法来解决成像器件响

应的时变。

红外图像的非均匀校正通常采用基于定标的

非均匀校正［15-16］和基于场景的非均匀校正［17］。 定
标校正中的二点校正法是利用焦平面各阵列元在

温度不同的两个均匀辐射的黑体（高温 TH 和低温

TL）下的响应输出计算出增益校正系数 和偏置校

正系数 ，从而实现非均匀性校正两点校正硬件实

现简单，但成像过程中由于成像器件响应的非线性

误差较大。一般在工程应用中采用最小二乘法进

行曲线拟合，可得出多项式的系数［18］。该方法误差

小，比较适合软硬件实现。本研究使用基于二点校

正法和多项式拟合的三阶多项式进行软硬件设计。

基于场景的非均匀校正技术是利用每帧图像

中的场景信息来进行校正的，无需大量的辅助器件

（如黑体光学设备等），可以实时产生和更新校正系

数，能够解决非均匀性的时间漂移问题，与定标校

正形成了很好的互补。基于场景的非均匀校正方

法主要包括神经网络法［19-22］、恒定统计法［23-24］、时域

高通滤波法［25］、代数法［26］、小波分析［27］和卡尔曼滤

波［28］等。本文主要对神经网络法、恒定统计法及高

通滤波法进行了设计实现，非均匀校正硬件实现的

算法流程如图 3 所示，算法由盲元检测和补偿，两

点/多项式校正，恒定统计、基于神经网络的非均匀

校正，时域高通滤波等组成。

算法步骤如下：

①盲元检测，通过预置校正系数进行盲元检测

和像素修正。根据前面获取的盲元位置信息，对输

入原始图像进行盲元补偿，得到经过第一次盲元补

偿的图像 x̂ i，j (n )，并采用该盲元补偿后的图像计算

期望值，期望值的计算公式由下式（1）给出：

fi,j (n ) = [ x̂i - 1,j (n ) + x̂ i,j - 1 (n ) + x̂ i,j + 1 (n ) + x̂ i + 1,j (n ) ].
（1）

②采用定标校正法获得红外成像系统工作温

度区间内的校正系数，即采用两点或多项式校正系

数作为神经网络法非均匀校正的系数更新迭代初

始值，其好处是可以加快收敛速度，对校正温度区

间内的输入图像使用如下式（2）两点校正公式：

Xi,j (n ) = G s
i,j (n ) xi,j (n ) + Os

i,j (n ) ，　（2）
式（2）中，Xi，j (n ) 为校正后输出的图像，G s

i，j (n ) 和
Os

i，j (n ) 分别表示在［Ts-1，Ts］温度区间内的增益校

正系数和偏置校正系数，同时支持三阶多项式校

正，使用如下式（3）三阶多项式公式：

Yij = Aij x3
ij + Bij x2

ij + Cij xij + Dij ，　（3）
式（3）中，A，B，C，D 分别为采用最小二乘法进行曲

线拟合的多项式系数。

③神经网络系数更新，采用最陡下降法如

定标/多
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图2　图像预处理模块结构图

Fig. 2　Structure of image preprocessing module
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图3　非均匀校正算法流程图

Fig. 3　Flow chart of nonuniformity correction algorithm
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下式：
G s

i，j (n + 1) = G s
i，j (n ) - 2μXi，j (n ) [ Yi，j (n ) -

fi，j (n ) ]； Os
i，j (n + 1) = Os

i，j (n ) - 2μ [ Yi，j (n ) - fi，j (n ) ]，
（4）

式（4）中：μ的值根据下式（5）计算所得，μi，j (n ) 为第

n 帧（i，j）位置对应的迭代步长；μ0 为迭代步长的最

大值；σ2
i，j (n ) 为第 n帧（i，j）位置 3×3邻域内的方差；

λ 为方差影响系数，盲元所在位置的系数不进行

更新。

μi,j (n ) = μ0 / (1 + λσ2
i,j (n ) ) .　（5）

④计算低通滤波器输出，计算公式为：

f L
i,j (n ) = 1

m Xi,j (n ) + (1 - 1
m ) Xi,j (n - 1) .　（6）

⑤执行时域高通非均匀校正，校正公式为：

Yi,j (n ) = Xi,j (n ) - f L
i,j (n ) - Oi,j (n ) .　（7）

将时域高通校正后的图像作为最终的输出

图像。

1. 2. 2　图像增强处理模块　

图像增强模块主要负责对预处理后的图像进

行数字细节增强，主要功能包括滤波模块（低通滤

波、均值滤波、高斯滤波、双边滤波等）、非线性变

换、图像分层、线性变换及存储，其内部结构如图 4
所示。图像增强理模块完成的以下主要功能：

●滤波模块，滤波模块主要包括低通滤波、均

值滤波、高斯滤波、双边滤波等功能，滤波器最大支

持9x9掩模，掩模可配。

●图像分层，最大设定 5层分层，可根据均值方

差进行数据分层。

●非线性变换，支持傅里叶变换、指数变换、对

数变换、三角函数变换等。

●线性变换及求和，采用可配置方式对分层数

据进行数值求和、数据格式化。

由于红外传感器本身的特性，红外图像相比可

见光成像在信噪比、对比度和成像细节上均较差，

不经处理的红外图像很难被识别，提高目标图像与

背景之间的对比度是改善红外成像系统的有效手

段。特别是在城市安防、无人机搜救等领域对于图

像的显示效果要求较高，因此需要对图像进行增强

显示。为了提高红外成像系统的成像质量，必须在

图像的预处理阶段对噪声进行滤除，同时对图像中

的目标特性加以增强，目前的红外图像增强的算法

有很多种，大多都是基于空间域和频率变换域的，

提取空间域和频率变换域所需的主要算子进行硬

件实现，可以扩展 SoC 芯片图像增强算法的能力。

目前该款芯片支持DDE、直方图均衡、双边缘滤波、

Retinex算法、线性反锐化掩膜增强及变换域图像增

强等算法，各个图像增强算法的具体实现流程这里

不再赘述。

2 软硬件协同设计及验证 

芯片功能设计的正确与否需要软硬件协同设

计和仿真进行验证，本文选取条纹消除、基于场景

的校正、图像增强等三个算法进行介绍。通过主观

和定量化的客观指标进行评价，主管评价主要是基

于人眼的视觉效果，这里不再赘述。目前有很多种

定量的客观评价标准用于红外图像非均匀校正和

图像增强的评估，但是还没有一个统一的评价标

准，我们选取应用广泛的峰值信噪比（PSNR）［29］、均

方根误差（RMSE）和粗糙度（ρ）［30］对条纹消除和基

于场景的校正进行定量化评估，选取信息熵（IE）［31］、

平均梯度（AVG）［32］和峰值信噪比（PSNR）对图像增

强进行定量化评估。下述所有算法均已完成硬件

设计实现，并可由软件根据实际需要动态配置进行

算法选择。

2. 1　条纹消除算法验证　

红外图像非均匀性中有一类跟焦平面结构相

关的条纹非均匀性噪声，简称条纹噪声。条纹噪声

是焦平面阵列成像过程中，由于传感器的响应不均

匀造成的原始数据在一定方向上出现的灰度值连

续偏高或偏低的现象，其非均匀性同样存在时间漂

移特性。本文主要针对直方图统计方法［33］做了局

部优化的区域均值的行偏置校正、傅里叶变换滤波

法［34］中的频域二维中值滤波、LMS（Least Mean 
Square）的自适应滤波［35］进行仿真验证，条纹消除三

种算法的仿真验证效果图如图 5所示，我们在行偏

滤波模块

非线性

变换

线性变换

/求和
图像分层

数据控制

乒乓RAM

M
U
X

外部输入

DDR输入

图像增强

DDR

DDR&DSP DDR&DSP DDR&DSP

中断

 

图4　图像增强模块结构图

Fig. 4　Structure of image enhancement module
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置校正法中用行均值代替行直方图统计，提高了运

算速度和准确度。

图 5中可以看出三种算法均能有效的进行条纹

噪声消除，且边缘细节保留较好。区域均值的行偏

置校正算法硬件开销小，处理速度快，但由于需要

根据场景微调窗口尺寸，在场景适应性方面稍差；

频域二维中值滤波算法硬件开销大、处理速度稍

慢，但对不同场景下的参数不敏感，场景适应性好；

基于 LMS的自适应滤波算法硬件开销最大，由于需

要反馈环进行参数调整，处理速度较慢，但场景适

应性最好。芯片支持这三种校正算法，可根据应用

场景进行切换。

定量化评估指标如下表 1，其中PSNR指标越大

表示处理效果越好，RMSE和 ρ指标越小表示处理效

果越好。

通过对表 1 列出的定量化指标对比，发现频域

二维中值滤波算法处理后的图像峰值信噪比最大，

均方根误差和粗糙度最小，说明算法的效果最好。

经过三种条纹消除算法校正后的图像在粗糙度上

都比原图小，说明处理后的效果比原图好。

2. 2　基于场景的校正算法验证　

针对基于场景校正算法中的神经网络算法、高

通滤波算法和恒定统计平均算法进行仿真验证，三

种算法的仿真验证效果图如图6所示。

图 6中可以看出三种算法均能有效的进行红外

图像校正，物体轮廓能够清晰显现。基于神经网络

算法硬件开销最大，处理速度较慢，但成像效果最

好，且对探测器参数的线性和稳定性要求不高。高

通滤波算法硬件开销较大，处理速度稍慢，会滤除

直流信号和大部分低频信号，比较适合移动场景；

恒定统计平均算法硬件开销小，处理速度快，但图

像的边缘处理效果较差；

定量化评估指标如下表 2，其中PSNR指标越大

表示处理效果越好，RMSE和 ρ指标越小表示处理效

果越好。

通过对表 2 列出的定量化指标对比，发现神经

网络法处理后的图像峰值信噪比最大，均方根误差

 

（a）

 

（c）

 

（b）

 

（d）

图 5　条纹消除仿真验证效果图, (a)含有条纹噪声原图, (b) 区域均值的行偏置校正仿真验证效果图, (c) 频域二维中值滤波仿

真验证效果图, (d) LMS的自适应滤波仿真验证效果图

Fig. 5　Verification of stripe elimination, (a) original image with stripe noise, (b) verification of line offset correction of regional 

mean, (c) verification of frequency domain 2D median filtering, (d) verification of adaptive filtering of LMS

表1　图5中各条纹消除算法定量化评估指标对比

Table 1　Comparison of quantitative evaluation indica⁃
tors for each fringe elimination algorithm in 
Figure 5

评价指标

峰值信噪比（PSNR）
均方根误差（RMSE）

粗糙度（ρ）

原始

图像

--
0

0. 112 9

区域均值

的行偏置

19. 851 4
25. 939 9
0. 081 6

频域二维

中值滤波

28. 290 1

9. 818 3

0. 0812

LMS的自适

应滤波

25. 286 6
13. 874 3

0. 101
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和粗糙度最小，说明该算法的效果最好。同时经过

三种场景校正后的图像在粗糙度上都比原图小，说

明处理后的效果均比原图好。

2. 3　图像增强算法验证　

为了提高红外成像系统的成像质量，必须在图

像的预处理阶段对噪声进行滤除，同时对图像中的

目标特性加以增强，目前的红外图像增强的算法有

很多种，大多都是基于空间域和频率变换域的，本

文主要针对基于空间分层细节增强的Retinex算法、

全局直方图均衡和变换域增强-对数变换算法等三

种算法进行软硬件仿真验证，三种算法仿真验证效

果图如图7所示。

图 7中可以看出三种算法均能对原图进行相关

图像增强，但效果有所差异。Retinex 算法较为复

杂，硬件开销大，处理速度较慢，但对不同场景适应

性强；全局直方图均衡化算法硬件开销较小，处理

速度较快，但增加图像全局对比度和亮度的同时也

会增加背景噪声的对比度；变换域增强算法硬件开

销小，处理速度快，可以利用变换函数的特有性质

进行图像灰度值的调节，能够较好的增强图像的暗

部细节。

定量化评估指标如下表 3，IE、AVG、PSNR这三

项指标均是越大表示处理效果越好。

通过对表 3 列出的定量化指标对比，发现全局

直方图均衡处理后的图像信息熵和平均梯度最大，

说明图像细节信息更丰富，清晰度更高。但峰值信

噪比最低，说明全局直方图均衡化算法在提高有效

信号功率的同时也提高了噪声功率。经过三种图

像增强算法处理后的图像在信息熵和平均梯度上

都比原图大，说明处理后的效果比原图好。

3 芯片实现与系统验证 

采用 65-nm CMOS工艺实现了非制冷红外成像

 

（a）

 

（c）

 

（b）

 

（d）

图 6　基于场景的非均匀校正仿真验证效果图, (a)校正前原

图, (b) 神经网络法仿真验证效果图, (c) 高通滤波校正仿真

验证效果图, (d) 恒定统计平均法校正仿真验证效果图， 

Fig. 6　Verification of scene-based nonuniformity correction ,

(a) original diagram before correction, (b) verification of neural 

network method, (c) verification of high pass filter correction,

(d) Verification of constant statistical average correction

表2　图6中各基于场景校正算法定量化评估指标对比

Table 2　Comparison of quantitative evaluation indica⁃
tors for each scene based correction algo⁃
rithms in Figure 6

评价指标

峰值信噪比（PSNR）
均方根误差（RMSE）

粗糙度（ρ）

原始

图像

--
0

0. 504 9

神经

网络法

10.  110 9

79.  615 3

0. 185 3

高通

滤波法

10.  078 5
79.  912 8
0. 367 2

恒定统计

平均

8. 849 8
92. 055 4
0. 224 2

 

                     （a）　

 

                     （b）　

 

                     （c）　

 

                     （d）　

图 7　图像增强仿真验证效果图, (a)原图, (b) Retinex算法仿真验证效果图, (c) 全局直方图均衡仿真验证效果图, (d) 变换域增

强-对数变换仿真验证效果图

Fig.7　Verification of image enhancement, (a) original diagram, (b)verification of Retinex algorithm, (c)verification of global histo‐

gram equalization, (d)verification of transform domain enhancement -logarithmic transform

127



42 卷 红 外 与 毫 米 波 学 报

的图像处理专用 SoC芯片，图 8为 SoC芯片的版图设

计版图和芯片裸片照片。芯片尺寸 6 mm×6 mm，功

耗 1. 2 W，表 4给出了图像处理专用 SoC芯片的关键

技术指标。

将海康微影公司晶圆级封装的非制冷红外成

像器件与图像处理专用 SoC 芯片进行了系统集成，

实现了小型化和低功耗的非制冷红外成像系统。

图 9为 1280x1024非制冷红外成像器件及 1024x768
非制冷红外成像器件的照片，主要指标见表5。

非制冷红外成像系统相比传统红外探测系统

尺寸可减小 50% 以上，功耗可以控制在 2 W 左右，

远小于通用器件实现的红外探测系统动辄十几瓦

的功耗。图 10 给出了本论文的小型化低功耗红外

探测微系统机芯、原理样机及成像效果图。

红外探测微系统可实现非均匀校正、温度检

测、图像增强、目标检测和目标跟踪等功能。图 11
为 1280x1024成像微系统原理样机非均匀校正测试

效果。图 11（a）为成像器件未做非均匀校正的输出

图像，基本无人像轮廓；图 11（b）经过成像器件的非

均匀校正后可以看出人像轮廓；图 11（c）经过 SoC芯

 

                     （a）　                      （b）　

图 9　非制冷红外成像器件 (a)1 280×1 024非制冷红外成像

器件，(b)1 024×768非制冷红外成像器件

Fig.9　 Infrared imaging device (a) 1 280×1 024 uncooled in‐

frared imaging device， (b) 1 024×768 uncooled infrared imag‐

ing device

表3　图7中各图像增强算法定量化评估指标对比

Table 3　Comparison of quantitative evaluation indicators for Image enhancement algorithm in Figure 7

评价指标

信息熵（IE）
平均梯度（AVG）

峰值信噪比（PSNR）

5. 201 4
3. 235 7

--

原始图像

6. 285 9
4. 516 4

21. 765 4

Retinex算法

7. 821 7

6. 521 4

7. 477 4

全局直方图均衡 变换域增强-对数变换

6. 384 1
4. 431 2

16. 754 6

 

                    （a）　

 

                      （b）　

图8　红外图像处理SoC芯片, (a) SoC芯片版图,(b)SoC裸片

Fig.8　 Infrared image processing SoC chip, (a)SoC chip lay‐

out,(b)SoC die

表4　红外图像处理SoC芯片设计指标

Table 4　Design index of infrared image processing SOC chip

标类型

芯片物理参数

处理器参数

功能

工作频率

通用接口

Ethernet接口

图像输出接口

DDR
AD接口

设计值

尺寸6 mm×6 mm；小于1. 2 W；设计工艺65 nm。

2核DSP，400 MHz， DSP核单周期完成64次16 bit MAC；单核CPU，200 MHz片上存储1. 5 MB。

图像处理加速器参数

非均匀校正、图像滤波、条纹消除、图像增强。

250 MHz。
接口参数

2个SPI；2个UART；32个GPIO；1个 I2C；2个CAN 总线接口。

支持百兆和千兆网口。

Cameralink ：1个，60 fps，1 280×1 024，LVDS输出；PAL：1个，标准输出。

DDR3，工作频率400 MHz，32位，支持1 GB DDR容量。

8通道，16 bit，支持并行及LVDS格式。
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片进行非均匀校正后可以看出清晰的人像。图 12
显示为 1280x1024成像微系统原理样机目标检测及

目标跟踪效果图。使用高温烙铁作为目标源，目标

源移动时，图中十字星能够实时对其跟踪移动，初

步验证了算法的有效性。

4 结论 

本文设计了一款低功耗非制冷红外图像处理

SoC 芯片。芯片实现和系统验证结果表明，该 SoC
芯片既能够完成红外图像的非均匀校正、图像增

强、条纹消除和目标检测跟踪的加速处理，芯片功

耗小于 1. 2 W，面积为 6mm x 6mm。红外图像处理

SoC芯片与非制冷红外成像器件集成研制了低功耗

非制冷红外成像系统，系统功耗小于 2 W，体积相比

传统的系统减小了 50%，满足对体积、功耗、性能要

求比较高的系统的应用需求。
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